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第十二届国际真空冶金与表面工程学术会议

第十二届国际真空冶金与表面工程学术会议，将于2015年8月23～27日在沈阳东北大学隆重召开。国际真空冶金与表面工程系列学术会议，是真空科技领域的重要系列学术会议，由中国真空学会真空冶金专业委员会、真空工程委员会、真空咨询委员会联合主办，每两年召开一次，在国内外真空科技学术领域和工程领域具有较高的学术水平和广泛的影响力
第十二届国际真空冶金与表面工程学术会议，将特别邀请国内外著名专家、学者作多场大会特邀报告；就会议各议题分别进行分组学术交流；将展示国内相关领域的最新科研成果和技术；并组织进行相关企业单位的产业考察等。大会期间，将举行中国真空学会新一届真空冶金专业委员会、真空工程专业委员会、真空咨询工作委员会成立大会，并召开《真空》杂志2015年编委会。同期将召开表面工程装备技术专题研讨会、 高速小型复合分子泵的开发和应用（国家重大科学仪器设备开发专项）专题技术研讨会。
1． 会议主题：真空冶金与表面工程、真空科学与工程技术、真空技术的发展与未来。
二．会议议题：（包含但不限于）炉外精炼技术；真空冶炼；真空热处理；真空冶金涂层；表面改性技术；生物材料表面工程；纳米表面工程和纳米摩擦学；超硬薄膜与功能薄膜；气相沉积技术；摩擦学；腐蚀与防护；纳米新材料的真空制备技术；表面工程基本问题；真空技术及应用；真空设备故障诊断；真空冶金设备的自动化； 真空工程技术的展望；真空工程技术的最新理论探讨；真空技术的新发展；真空工程技术的新工艺；大型成套真空设备的研究开发及应用；真空技术在航空航天领域的应用；真空干燥与减压浓缩；真空技术在制药化工领域的应用；油气回收领域的真空技术装备，真空测量与检漏；真空技术其他领域。同时召开表面工程装备技术、国家重大仪器设备开发专项“高速小型复合分子泵的开发和应用”专题学术交流与应用技术研讨会。 
Vacuum science and technology: Fabrication of nano material, Surface modification technology, Micro/Nanoscale fabrication technology, Nanoscale surface engineering, Nanoscale tribology,

Vacuum metallurgy: Refinement technique outside furnace, Vacuum melting technology, Tribology, Vacuum heat treatment, New process of vacuum engineering,

Vacuum technology applied in surface engineering: Physical deposition technology, Vapor deposition technology, Corrosion prevention, Vacuum metallurgy coating, Basic problem of surface engineering, Surface engineering related to biological materials, Superhard film and functional film,

Vacuum applied in process industry: Vacuum drying, solvent recovery, Degasification of liquid streams, Vacuum separation, Evacuation of gases, Recycling process gases, Distillation, Evaporation, other application in Chemical and Pharmaceuticals Industry

Large scale vacuum equipment technology: Fault diagnose to vacuum equipment, Automation of large vacuum metallurgy equipment, Research and development of large scale vacuum equipment, Vacuum measurement, Vacuum leak detect, and others in vacuum technology, etc.
三．会议议程：（1）大会特邀报告；（2）专题分组学术交流；（3）产业考察。
四．特邀报告
	报告人（The report）
	所属单位（Institution）
	报告题目（Title）

	Qiao Lin, Professor
	Mechanical Engineering Department, Columbia University, USA
	Microfabricated Affinity Sensors for Continuous Glucose Monitoring

	Gun Hwan Lee, Principal Researcher
	Korea Institute of Materials Science (KIMS). Korea
	Functional Coatings for Flexible Devices

	巴德纯，教授
	东北大学, 真空与流体研究所
	表面工程装备技术及其工程应用

	Dieter Mueller, Senior Segment Manager
	Oerlikon Leybold Vacuum GmbH, Germany
	Development of a Novel Mechanical Bearing Turbomolecular Pump for Research, Analytical, and Coating Applications

	Torsten Wieting, Ph.D
	Busch Dienste GmbH, Germany
	Vacuum Generation for Steel Degassing

	王光玉，研究员
	中国科学院沈阳科仪股份有限公司
	真空获得设备的跨平台互联技术

	卢耀文，研究员
	中国航天科技集团第五研究院
	真空校准测试技的最新进展

	孙杰，研究员
	普旭真空（上海）有限公司
	应用于医药行业的干式真空泵技术进展

	Koukou Suu, Ph.D
	General Manager of Global Market & Technology Strategy, ULVAC, Japan
	Vacuum-utilized Thin-film Processing Technologies for Smart Society

	Murray Liston, Ph.D
	General Manager of Asian Market and Technologies, Edwards Vacuum, UK
	Dry Vacuum Pumping- the past and the future 干式真空泵历史与展望


五．会议机构设置：
（1）大会学术委员会（排名无先后）
戴永年 
 院士 （昆明理工大学）

卡尔•劳  教授 （美国莱斯大学）
林  桥   教授 （美国哥伦比亚大学）
薛增泉   教授 （北京大学）

吴锦雷   教授 （北京大学）
巴德纯   教授 （东北大学）
潘  峰 
 教授 （清华大学）
        董  闯   教授 （大连理工大学）                                   
李正邦  院士  （北京钢铁研究总院）

杨乃恒  教授  （东北大学）
陈充林  教授  （美国德州大学圣安东尼奥分校）

姜燮昌  教授  （中国真空学会）

屠基元  教授  （澳大利亚墨尔本皇家理工大学）
雷震霖  研究员（真空技术装备国家工程实验室）
陈长琦  教授  （合肥工业大学）
杨  斌  教授  （昆明理工大学）
        田修波   教授 （哈尔滨工业大学）        李争显  教授  （西北有色金属研究所）
（2）大会组织委员会（排名无先后）
主任：巴德纯  教授（东北大学）；
张振厚  研究员    （中科院沈阳科仪）
委员：彭  平  教授级高工（兰州真空）；
王  冬  教授级高工（锦州三特真空冶金）；

孙宝玉  教授级高工（爱发科中北真空）；
田修波  教授      （哈尔滨工业大学）；

李争显  研究员（西北有色金属研究院）；
陈长琦  教授      （合肥工业大学）；
杨  斌  教授（昆明理工大学）；
孙足来  教授级高工（沈阳真空所）；
惠进德   （上海惠丰化工研究所）；
张世伟  教授      （东北大学）；
刘秋兰   （佶缔纳士机械）；            李奇志  研究员    （北京中科科仪）；

秘书处：刘  坤（东北大学）；邓文宇（中科院沈阳科仪）；杨翠玉（中国真空网）；


    杜广煜（东北大学）；巴要帅（东北大学）；杨琪（中科院沈阳科仪）；房也（中北真空）
六．会议论文征集：
（1）征文范围：论文内容与会议议题相关。
（2）具体要求：论文（摘要）电子稿请务必于2015年6月30日前发送至nvacuum@163.com，请勿一稿多投；论文（摘要）录用通知将于7月15日前发出。论文（摘要）请以中文书写、附英文摘要。论文格式请登陆网站查询。
（3）论文（全文）处理：论文全文请于2015年8月15日之前发送至nvacuum@163.com，论文格式请参照《真空科学与技术学报》格式要求，投稿论文将由大会学术委员会进行评审，优秀论文将推荐到《真空科学与技术学报》、《真空》等发表。
七．联系方式：
联系人：杜广煜、巴要帅、张磊；

    E-mail：NVacuum@163.com；   
网址：http://www.NVacuum.com.cn；      http://www.chvacuum.com/；
电话：(024) 83676945；

            Fax：(024) 83676945；
手机：18512478212； 18512478213
八．注册及费用：
（1）会议注册费1200元/人，学生800元/人，会议期间往返交通费和住宿费自理。2015年8月23日（8：00-20：00）会务组将在东北大学国际学术交流中心设立接待处，接受现金注册,亦可银行转帐。
（2）入住酒店：东北大学国际学术交流中心，协议价格：单间/标间330元（含单早）。如需预订房间,请于7月31日前发送回执。
（3）银行帐户：[收款单位]东北大学；   [开户银行]建行沈阳东北大学分行；
[帐号]2100 1464 6010 5912 3456。请注明“真空会议”字样。
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